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一种半孔PCB拼板

(57)摘要

本实用新型提供一种半孔PCB拼板，包括至

少两个PCB单板，所述PCB单板采用V-CUT拼板方

式且每个所述PCB单板的四个边的边沿有工艺边

或板内工艺边。通过在V-CUT拼板方式的PCB单板

的四个边的边沿均设置工艺边或板内工艺边，实

现半孔PCB拼板的强度加强，从而可以保证SMT时

拼板的平整度。
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1.一种半孔PCB拼板，其特征在于，包括至少两个PCB单板，所述PCB单板采用V-CUT拼板

方式且每个所述PCB单板的四个边的边沿有工艺边或板内工艺边。

2.如权利要求1所述的半孔PCB拼板，其特征在于，所述PCB单板的V-CUT残厚大于所述

PCB的厚度的三分之一。

3.如权利要求2所述的半孔PCB拼板，其特征在于，所述PCB单板的厚度为1mm，所述V-

CUT残厚为0.4mm。

4.如权利要求1所述的半孔PCB拼板，其特征在于，所述PCB单板的连接位的宽度为2.5-

3.5mm。

5.如权利要求1-4任一所述的半孔PCB拼板，其特征在于，所述V-CUT拼板方式的V字形

夹角角度为30°或45°。

6.如权利要求1-4任一所述的半孔PCB拼板，其特征在于，所述PCB单板是单面板。

7.如权利要求1-4任一所述的半孔PCB拼板，其特征在于，所述PCB单板的数量为偶数。

8.如权利要求1-4任一所述的半孔PCB拼板，其特征在于，所述半孔PCB拼板是矩形。

9.如权利要求1-4任一所述的半孔PCB拼板，其特征在于，所述PCB单板的尺寸、厚度均

相同。

10.如权利要求1-4任一所述的半孔PCB拼板，其特征在于，所述工艺边或板内工艺边上

贴敷有金属层作为结构加强层。
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一种半孔PCB拼板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及PCB板技术领域，尤其涉及一种半孔PCB拼板。

背景技术

[0002] PCB(Printed  Circuit  Board)，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要

的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印

刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。

[0003] 半孔板的四周都是半孔焊盘，空余板边空间有限，拼板时连接位只能设置在板的

四个角落，由于空间限制，连接位通常较小。目前半孔PCB多采用的是邮票孔的拼板连接方

式，不能手工分板，需要使用分板机，由于空间限制，邮票孔与PCB焊盘距离会比较近，分板

机分板时有刮伤焊盘的风险。而V-cut的连接方式可以改善此问题，且分离后板边整齐、加

工成本低。

[0004] V-Cut是指在PCB的特定位置用转盘刀具切割好的一条条分割线，其目的是为了方

便后续表面贴装(SMT)后手动分板。由于半孔板的连接位较小，采用V-Cut分板方式时易有

掉板、拼板不平整的问题出现。

发明内容

[0005] 本实用新型为了解决现有的问题，提供一种半孔PCB拼板。

[0006] 为了解决上述问题，本实用新型采用的技术方案如下所述：

[0007] 一种半孔PCB拼板，包括至少两个PCB单板，所述PCB单板采用V-CUT拼板方式且每

个所述PCB单板的四个边的边沿有工艺边或板内工艺边。

[0008] 在本实用新型的一种实施例中，所述PCB单板的V-CUT残厚大于所述PCB的厚度的

三分之一。所述PCB单板的厚度为1mm，所述V-CUT残厚为0.4mm。所述PCB单板的连接位的宽

度为2.5-3.5mm。

[0009] 在本实用新型的另一种实施例中，所述V-CUT拼板方式的V字形夹角角度为30°或

45°。所述PCB单板是单面板。所述PCB单板的数量为偶数。

[0010] 所述半孔PCB拼板是矩形。所述PCB单板的尺寸、厚度均相同。所述工艺边或板内工

艺边上贴敷有金属层作为结构加强层。

[0011] 本实用新型的有益效果为：提供一种半孔PCB拼板，通过在V-CUT拼板方式的PCB单

板的四个边的边沿均设置工艺边或板内工艺边，实现半孔PCB拼板的强度加强，从而可以保

证SMT时拼板的平整度。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型实施例中半孔PCB拼板的结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型实施例中PCB单板的结构示意图。

[0014] 图3是本实用新型实施例中V-CUT连接位的侧视图。
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[0015] 其中，1-PCB单板，2-工艺边，3-板内工艺边，4-连接位，5-V槽，6-残厚。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图通过具体实施例对本实用新型进行详细的介绍，以使更好的理解本

实用新型，但下述实施例并不限制本实用新型范围。另外，需要说明的是，下述实施例中所

提供的图示仅以示意方式说明本实用新型的基本构思，附图中仅显示与本实用新型中有关

的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制，其实际实施时各组件的形状、数

量及比例可为一种随意的改变，且其组件布局形态也可能更为复杂。

[0017] 如图1和图2所示，本实用新型提供一种半孔PCB拼板，包括至少两个PCB单板1，PCB

单板1采用V-CUT拼板方式且每个PCB单板1的四个边的边沿有工艺边2或板内工艺边3。通常

PCB拼板有两边工艺边或板内工艺边，以便PCB拼板能固定在夹具上，做四周工艺边连接位

多，分板时间会加长，但V-CUT拼板的分板效率高，不用机器分板，不存在分板时间加长的问

题，增加拼板四周及板内工艺边，整张拼板的强度加强，从而可以保证SMT时拼板的平整度。

[0018] V-cut是指事先在PCB的特定位置用转盘刀具切割好的一条条分割线，其切割后的

外型类似于字母V，目的是为了方便后续SMT电路板组装完成后的分板(De-panel)之用且。

之所以需要在电路板上设计出V-Cut，是因为电路板(PCB)本身具有一定的强度与硬度，很

难掰开或掰断，而且也容易将电路板上面的零件弄坏掉，因此需要预先切割好的V-Cut线路

来方便作业员顺利将原先的拼板裁切为单板，这就是分板(De-panel)。

[0019] 在空间允许的情况下，连接位4的宽度应保证2.5-3.5mm，此时PCB单板1的尺寸范

围是20-35mm，空间不够宽度时尽量做到最大，保证连接位宽度增加连接力度。

[0020] 在本实用新型的一种实施例中，PCB单板的数量为偶数，比如8或16。PCB单板的尺

寸、厚度均相同。

[0021] 如图3所示，PCB单板的V-CUT残厚大于所述PCB的厚度的三分之一，V-Cut残厚6是

指PCB板两面各切掉V槽5的余料厚度，增加V-Cut残厚6，可以增加拼版连接位的强度。在一

种具体的实施例中，PCB单板的厚度为1mm，所述V-CUT残厚为0.4mm。

[0022] V-CUT拼板方式的V字形夹角角度为30°或45°，角度越大，表示PCB单板的边缘被V-

CUT去掉的板材越多，相对的PCB单板上的线路就必须更往内缩，避免被V-CUT切割刀，或者

是分板的时候受损。

[0023] PCB单板是单面板，做单面拼板，只需一面贴片，节省一面钢网，节省调机时间和贴

片时间，降低生产成本，提高了生产效率；拼接成的半孔PCB拼板是矩形。

[0024] 工艺边2或板内工艺边3上贴敷有金属层作为结构加强层，金属层可以是铜皮。铜

皮与工艺边2或板内工艺边3之间具有胶粘层，由此可以增加铜皮与工艺边2或板内工艺边3

之间连接的可靠性，从而进一步增加工艺边2或板内工艺边3的硬度，避免PCB板SMT时，工艺

边2或板内工艺边3发生折断或出现连接不牢固的现象。

[0025] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明，不能

认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的技术人员

来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干等同替代或明显变型，而且性能

或用途相同，都应当视为属于本实用新型的保护范围。
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图1

图2
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图3
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